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Abstract (en)
The apparatus (10) comprises a punch tool (11) for attachment of peripheral impressions (12) at one end (13) of a tube (14). A template (19) has an
insertable tubular sleeve (15) with one contact region (16) for limiting the insertion depth of the pipe sleeve by the positive engagement between the
contact region and the portion of the contact region facing tube end (17) of the pipe end portion. A stamping tool counter-surface (20) is provided for
positioning the punch tool in a working position on the pipe end portion.

Abstract (de)
Rohrbearbeitungsvorrichtung (10), umfassend ein Stempelwerkzeug (11) zum Anbringen von Umfangspragungen (12) und/oder von
Umfangsstanzungen (12) an einem Rohrendabschnitt (13) eines Rohres (14) dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrbearbeitungsvorrichtung
(10) eine Schablone (19) umfasst, die eine in den Rohrendabschnitt (13) einschiebbare Rohrhiilse (15) mit zumindest einem Anlagebereich (16)
aufweist, wobei der Anlagebereich (16) zur Begrenzung der Einschubtiefe der Rohrhiilse (15) mittels Formschluss zwischen dem Anlagebereich
(16) und zumindest einem Teilbereich eines dem Anlagebereich zugewandten Rohrendes (17) des Rohrendabschnitts (13) und zur Positionierung
des Stempelwerkzeugs (11) in einer Arbeitsposition an dem Rohrendabschnitt (13) als eine Stempelwerkzeuggegenlage (20) ausgebildet und
eingerichtet ist.
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